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摘 要

隨著PCB(Printed Circuit Board，印刷電路板)電路訊號的上升時間愈來愈短，高速傳輸與高密度包裝已成為未來發展的驅勢

，也使高頻環境下的雜訊影響傳輸失真的誤動作等問題日趨明顯，而串音(Crosstalk)雜訊正是印刷電路板系統中最常見的雜

訊源之一，主要是源自兩相鄰導體之間所形成的寄生互感和互容，會隨著印刷電路板的繞線佈局密度增加而益顯嚴重。 而

一個良好PCB佈線的優點是可以提供良好的信號保護能力， 用以防備不可預測的干擾與輻射雜訊，而且不會增加產品或設

備的成本。唯一會增加的成本是設計此佈線架構的研究時間。所以需要在前期工程研發時段，就詳細的考慮這些因素，以

減少開發後段測試與除錯的工作。 本論文使用PCB的佈線方法，以常用的3W和20H原則合併測試來探討PCB Layout的最

佳化分析，並在有限PCB Layout面積內，增加一接地防護導線（Grounded Guard Trace），來實驗減少串音輻射耦合量，

並應用於各種的佈線模組進而達成印刷電路板的產品成本與實體面積減少的目的。所進行的實驗是使用向量網路分析儀實

測和IE3D數值模擬進行比較以求其準確性，可供日後再進行相關實驗測試時，選擇PCB Layout的最佳解決方式，以減少不

必要的電磁干擾(Electro Magnetic Interference, EMI)。
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